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Abstract (en)
The method involves securing SMD components (9) to appropriate positions on side (B) of printed circuit board (1). SMD components (5,7) to be
arranged with interposition on side (A) at low melting temperature are placed on solder (13,15) connected with contacts (17,19) on side (A). The
solder passed in preheating device (27) at low melting temperature is melted, and SMD components (5,7) arranged on side (A) are soldered. THT
component (3) and SMD components (9) are soldered on sides (A,B) in wave soldering process, by operating solder. The method involves arranging
THT component and SMD component (5,7), and SMD component (9) on two sides of printed circuit board, respectively. An independent claim is
included for a production device.

Abstract (de)
Es ist ein effizientes Verfahren zur Herstellung von mischbestückten Leiterplatten (1), auf deren erster Seite (A) mindestens ein THT-Bauteil (3) und
mindestens ein SMD-Bauteil (5, 7) und auf deren zweiter Seite (B) mindestens ein SMD-Bauteil (9) angeordnet ist, beschrieben, mit dem auf der
zweiten Seite (B) der Leiterplatte (1) befindliche Lötstellen in einem nach Möglichkeit auf deren Bedürfnisse zugeschnittenen Wellenlötverfahren
verlötet werden können, bei dem die auf der zweiten Seite (B) anzuordnenden SMD-Bauteile (9) an dafür vorgesehenen Positionen auf der zweiten
Seite (B) der Leiterplatte (1) befestigt werden, die auf der ersten Seite (A) anzuordnenden SMD-Bauteile (5, 7) unter Zwischenfügung eines eine
niedrige Schmelztemperatur (T S ) aufweisenden Lots (13, 15) auf für deren Anschluss auf der ersten Seite (A) vorgesehene Kontakte (17, 19)
aufgesetzt werden, die erste Seite (A) mit den darauf anzuordnenden THT-Bauteilen (3) und den darauf anzuordnenden SMD-Bauteilen (5, 7)
bestückt wird, die bestückte Leiterplatte (1) eine Vorwärmeinrichtung (27) durchläuft, in der das die niedrige Schmelztemperatur (T S ) aufweisende
Lot (13, 15) aufgeschmolzen und die auf der ersten Seite (A) angeordneten SMD-Bauteile (5, 7) verlötet werden, und die auf der zweiten Seite (B)
befindlichen SMD-Bauteile (9) und die auf der zweiten Seite (B) befindlichen Lötstellen der auf der ersten Seite angeordneten THT-Bauteile (3) in
einem Wellenlötverfahren verlötet werden.
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